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摘要 (標楷體12點，粗體，置中)
全球化競爭壓力使台灣面臨產業結構轉型與升級，亟需具創新能力之跨領域技術人才。因應全球暖化、高齡化、節能減碳等趨勢，行政院推動「新世代醫療、綠能、3C及車用電子(MG+4C)人才發展計畫」，成立智慧電子應用設計(IED)聯盟，鼓勵各大學校院人員於現有積體電路/晶片系統設計能力基礎上，擴大跨領域科技整合、強化智慧創新應用以提高產品之附加價值。IED聯盟自2012年舉辦本研討會時即獲得良好回響，今年續廣邀各界投稿展現研發與推動之成果，將藉由研討會讓學業界相互交流研發推動經驗，以增進智慧電子創新設計之能量。
 (摘要內容，標楷體10點，Times New Roman 10pt) 

關鍵字：智慧電子、研討會、電子應用。(2～4詞，標楷體10點，粗體，置左，Times New Roman 10pt)
1. 前言
本研討會由智慧電子應用設計聯盟主辦，科技大學電機工程系承辦，於高雄應用大學資訊大樓舉行。論文以口頭報告方式(oral presentation)發表。請於截稿日前將論文檔與摘要檔(中英文不拘)上傳至大會網址：http://bit.kuas.edu.tw/~ied15/給主辦單位，論文長度以四到六頁為原則。
2. 格式
稿件尺寸為A4 (21 cm寬、29.7 cm高)，邊界設定如下：上3 cm，下3 cm，左2 cm，右2 cm。內文以兩欄撰寫，兩欄間距設定為6mm。
中文字體只可使用標楷體，英文及數字為Times New Roman，希臘字母及符號為Symbol；論文題目字體大小為16點，並請使用粗體及置中排列，作者及作者資料的部分使用12點大小的字體，並在通訊作者部分以＊符號標示。內文部分字體大小請設定為10點，每段文章開頭皆縮排2字元，定稿請勿插入頁碼。。

2.1 標題 (標楷體12點，粗體，置左)
主標題字體大小為12點，字體須為粗體且置中排列，主標題與前段距離設為1行。次標題字體大小為10點，字體須為粗體且置左排列。
2.2 參考文獻

參考文獻請置於最後一節，以條列式呈現。所有參考文獻須標注序號於方括弧內並且依循其出現先後編號，如：期刊[1]、書籍[2]、研討會論文[3]、學位論文[4]、專利[5]以及網頁[6]。參考文獻引用應盡量詳細，並於論文當中引用參考文獻的地方標註參考之文獻號碼[5]，範例如後。
2.3 圖、表與方程式
圖表的說明為標楷體粗體10點，圖說明列置於圖下，圖與前段距離設為0.5行，說明列與前段距離為0行，與後段距離為0.5行；表說明列置於表上，表與後段段落距離為0.5行，說明列於前段距離為0.5行，與後段距離為0行，說明內文可以視圖表的寬度來選擇置中或調整為左右對齊。掃描的圖檔解析度應為300dpi。
方程式須置中，字體為Times New Roman及 Symbol。若方程式超過一個，則須在右邊的邊界標明式號:

[image: image1.wmf](

)

222

222

,,

φφφ

fxyz

xyz

¶¶¶

++=

¶¶¶

       (1)
3. 結論
凡註冊本屆研討會者，可於報到時領取參加本屆研討會之識別證、論文集、大會手冊等各一份。投稿時間至2015年11月2日(星期一)截止，大會投稿相關時程如表1。
表1 研討會各時程
	項目
	時間

	論文截稿日期
	2015年11月15日

	論文接受通知
	2015年11月23日

	完稿上傳及研討會註冊
	2015年11月26日
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